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Profil dziatalnosci Zaktadu

Gtoéwne obszary dziatalnosci
Zaktadu obejmuja materiaty,
technologie i niezawodnos¢
montazu aparatury elektro-
nicznej, aw szczegolnosci:

- kompozyty polimerowe przewodzace termicznie wypetnione
czastkami o rozmiarach mikro- i nanometrowych,

- kleje elektrycznie przewodzace do zastosowan w zakresie w.cz.,

- ,zielona elektronika” - przyjazne dla Srodowiska materiaty dla
elektroniki, recykling materiatow elektronicznych,

- optymalizacje technologii montazu elektronicznego,

- numeryczne badania niezawodnosci ztaczy lutowanych

i klejonych oraz projektowanie systemow mikroelektronicznych,
- badania jakosci podtozy montazowych oraz ztaczy lutowanych

i klejonych.

Wazniejsze osrodki wspotpracujace z Zaktadem

- The University of Maryland, Department of Mechanical Engineer-
ing, The CALCE Electronic Products and System Center, USA,

- The Fraunhofer Institute for Reliability and Microintegration,
IZM, Niemcy,

- Politechnika Warszawska, Warszawa,

- Instytut Technologii Elektronowej, Warszawa,

- Instytut Tele- i Radiotechniczny, Warszawa,

- Amepox Microelectronics Ltd., L6dz,

- Eldos Co. Ltd., Wroctaw.




Wydziatowy Zakfad Technologii Aparatury Elektronicznej

Aparatura naukowo-badawcza

Laboratorium diagnostyczne oraz pracownie naukowo-badawcze
Zaktadu wyposazone sa miedzy innymi w:

- stanowisko do badan lutownosci, SMD, THT, PCB, MUST SYSTEM Il Multicore,

- stanowisko do pomiarow zanieczyszczen jonowych na PCB, CM11 Multicore,

- stanowisko do nieniszczacych (X-ray) pomiarow grubosci, XRF-4100L, Veeco,

- stanowisko do testow wytrzymatosciowych, LRXLLOYD Instruments,

- mikrotomograf rentgenowski, Phoenix Nanomex X-Ray,

- stanowisko do badan przewodnosci cieplnej kompozytow,

- stanowisko do pomiaréw termicznych, kamera ThermoVision A40,

- stanowisko do badan starzeniowych, komora klimatyczna CHALLENGE 250, ACS,

- stanowiska do termicznego i ultradzwiekowego bondingu wyprowadzen, BONDER 5410,
Delvotec, U-WB-BU1A, TSK International Corporation,

- system do wytrzymatosciowych testow wibracyjnych,

- mikroskop polaryzacyjny, NU VEB, Carl Zeiss Jena,

- stanowiska i aparatura do montazu elektronicznego.

Wazniejsze projekty badawcze

- Opracowanie technologii wytwarzania struktur elektrycznie przewodzacych technika Ink-Jet
z wykorzystaniem czastek srebra o rozdrobnieniu nanometrowym do zastosowan w elektronice
elastycznej, projekt NCBiR, 2010-2012,

- Nanoelectronics for save, fuel efficient and environment friendly automotive solutions (in the
frame of ENIAC), projekt UE, 2009-2011,

- Carbon Nanotubes/epoxy composites (in the frame of EURIPIDES), projekt UE, 2007-2010,

- Epoksydowe kompozyty z nanorurkami weglowymi o bardzo duzej przewodnosci cieplnej
do montazu elementow elektronicznych, projekt NCBiR, 2007-2010,

- Novel nano composite polymers and joining technologies for reliable and efficient assembly
of electronic components, projekt UE,

- Innovative thermo-mechanical prediction and optimisation methods for virtual prototyping
of miniaturised packages and assemblies, projekt UE,

- Opracowanie technologii przemystowej produkcji srebra o rozdro-
bnieniu czastek wielkosci pojedynczych nanometréow do zastosowan
w mikroelektronice, projekt NCBiR, 2007-2010.
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